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DESCRIPCION

Procedimiento implementado por ordenador para la visualizacién de un estado de recepcion de una baliza en un
mapa electrénico

Antecedentes de la invencion

Campo de la invencidn

La invencion se refiere a un procedimiento para la visualizacion de un estado de recepcion, y en particular, se refiere
a un procedimiento implementado por ordenador para la visualizaciéon de un estado de recepcién de una baliza en
un mapa electrénico.

Descripcion de la técnica relacionada

En general, se adopta un sistema de posicionamiento global (GPS) con un gran margen de cobertura para
implementar su colocacion al aire libre. Sin embargo, cuando un usuario entra en un edificio, el sistema de
posicionamiento adaptado para ser utilizado al aire libre, tal como el GPS puede no funcionar normalmente debido a
la influencia de las sefiales causadas por las obstrucciones interiores. Por lo tanto, se proporciona un sistema de
posicionamiento en interiores. Las técnicas de posicionamiento en interiores existentes incluyen una técnica
inalambrica de posicionamiento de red, una técnica de posicionamiento de identificacion por radiofrecuencia (RFID),
una técnica de posicionamiento de infrarrojos, etc.

El documento WO 2014089531 A1 se refiere a la utilizacion de mapas y anotaciones locales para la determinacion
de la ubicacion.

El documento WO 2015057376 A1 se refiere a un aparato y procedimiento para el rendimiento del sistema
posicionamiento en condiciones sin linea de visién de un dispositivo movil dentro de un entorno que incluye
proporcionar un modelo del entorno que mapea los transmisores dentro del entorno y los objetos que obstruyen las
sefiales de los transmisores, incluyendo areas mapeadas donde se pueda obstruir la sefial de un transmisor
cercano.

Sumario de la invencién

La invencién se refiere a un procedimiento implementado por ordenador para la visualizacién de un estado de
recepcion de una pluralidad de balizas en un mapa electrénico de acuerdo con la reivindicacién 1, que es capaz de
pre-simular un estado de recepcion de balizas a ser configurado en un mapa electronico en un espacio especifico,
para ahorrar tiempo requerido para la implementacion de multiples despliegues.

La divulgaciéon proporciona un procedimiento implementado por ordenador para la visualizacion de un estado de
recepcion de una baliza en un mapa electrénico, y el procedimiento incluye las siguientes etapas implementadas por
un procesador informatico. El mapa electrénico se carga y se muestra, donde el mapa electronico tiene al menos
una informacion de obstruccién. Una localizacion de la baliza situada en el mapa electrénico se determina para
obtener datos de localizacion. Una region de sefial que corresponde a un intervalo de intensidades de sefial de la
baliza en el mapa electrénico se determina basandose en los datos de localizacion. Una region de linea de vision
(LOS) y una region sin linea de vision (NLOS) de la baliza correspondiente a la informacion de obstruccion en el
mapa electrénico se determinan basandose en los datos de localizacion. Un dibujo cartografico se ejecuta y se
muestra en el mapa electrénico basandose en la region de sefial, la region LOS y la region NLOS.

En una realizacion, después de la etapa de determinacion de la region de sefal correspondiente al intervalo de
intensidades de sefial de la baliza en el mapa electrénico, el procedimiento incluye ademas el ajuste de un umbral
de precision para determinar una precision de la region de sefial.

En una realizacion, la etapa de ejecutar el dibujo cartografico basandose en la region de sefial, la regiéon LOS y la
region NLOS incluye la determinacion de una region de interseccion entre la region de sefial y la region LOS para
obtener una region solapada.

En una realizacion, el numero de la baliza es plural, y el procedimiento incluye ademas las siguientes etapas. Las
ubicaciones de las balizas situadas respectivamente en el mapa electronico se determinan para obtener una
pluralidad de datos de localizacion. Las regiones de sefial correspondientes a los respectivos intervalos de
intensidades de sefal de las balizas en el mapa electrénico se determinan basandose en la pluralidad de datos de
localizacion. Las regiones LOS y las regiones NLOS de las balizas correspondientes, respectivamente, a la
informacion de obstruccién en el mapa electronico se determinan basandose en la pluralidad de datos de
localizacion. Una pluralidad de regiones solapadas se obtiene de acuerdo con las regiones de sefial, las regiones
LOS y las regiones NLOS que corresponden respectivamente a las balizas en el mapa electrénico. Un nivel de sefial
correspondiente a cada una de las regiones solapadas se establece de acuerdo con al menos una de las regiones
de sefial, las regiones LOS y las regiones NLOS incluidas en las regiones solapadas.

En una realizacion, después de la etapa de establecer el nivel de sefial correspondiente a cada una de las regiones
2
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solapadas, el procedimiento incluye, ademas, presentar un diagrama de distribucién de la intensidad de sefial de
acuerdo con el nivel de sefal, en el que se muestra el diagrama de distribucidon de intensidades de sefial en
diferentes colores basandose en el nivel de sefial.

En una realizacion, la etapa de determinar la region LOS y la region NLOS de la baliza correspondiente a la
informacion obstruccion en el mapa electronico basandose en los datos de localizacion incluye determinar si existe
al menos una obstruccion en una trayectoria de transmisién en linea recta de la baliza en el mapa electrénico
basandose en la informacion de obstruccion, para obtener la region LOS y la region NLOS de la baliza en el mapa
electronico.

En una realizacién, el procedimiento incluye ademas las siguientes etapas. Se proporciona una interfaz de
visualizacion, y el mapa electronico se carga y se visualiza en la interfaz de visualizacién. Después se determina la
ubicacion de la baliza en el mapa electrénico, un icono de dispositivo, un codigo de identificacion y los valores de
coordenadas correspondientes a la baliza se muestran en el mapa electréonico. La interfaz de visualizacion
proporciona una funciéon de arrastre y una funcidon de entrada. Cuando se activa la funcion de arrastre, una
operacion de arrastre se lleva a cabo en el icono de dispositivo de acuerdo con una orden de arrastre. Por otra parte,
los datos de localizaciéon de la baliza se reciben a través de la funcién de entrada, y el icono de dispositivo
correspondiente se muestra en el mapa electrénico de acuerdo con los datos de localizacion.

En una realizacion, el procedimiento incluye, ademas, las siguientes etapas. Cuando se activa una funcion de
restablecimiento en la interfaz de visualizacién, el icono de dispositivo de la baliza en el mapa electrénico se
restablece, y una ubicacion de la baliza en el mapa electronico se vuelve a determinar, para obtener la informacion
de ubicacion para volver a ejecutar el dibujo cartografico.

De acuerdo con las descripciones anteriores, antes de realizar la configuracion real, el nimero y la ubicacion de las
balizas a configurarse se simulan, por lo que no solo el tiempo requerido para multiples configuraciones reales se
guarda, sino que también se evita un error de instalacion inesperado.

Para que las caracteristicas y ventajas antes mencionadas y otras de la invencion sean comprensibles, diversas
realizaciones ejemplares acompafiadas con figuras se describen en detalle a continuacion.

Breve descripcion de los dibujos

Los dibujos adjuntos se incluyen para proporcionar una comprension adicional de la invencion, y se incorporan en y
constituyen una parte de esta memoria descriptiva. Los dibujos ilustran las realizaciones de la invencion y, junto con
la descripcion, sirven para explicar los principios de la invencion.

La Figura 1A es un diagrama de bloques de un dispositivo electrénico de acuerdo con una realizacion de la
invencion.

La Figura 1B es un diagrama de bloques de una estructura de una unidad de almacenamiento de acuerdo con
una realizacion de la invencion.

La Figura 2A-Figura 2D son diagramas esquematicos de coincidencia de un mapa electrénico de acuerdo con
una realizacion de la invencion.

La Figura 3 es un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento implementado por ordenador para la
visualizacién de un estado de recepcion de una baliza en un mapa electrénico de acuerdo con una realizacion de
la invencion.

La Figura 4 es un diagrama esquematico de una interfaz de visualizacién de acuerdo con una realizacion de la
invencion.

La Figura 5 es un diagrama esquematico del establecimiento de balizas de acuerdo con una realizacién de la
invencion.

La Figura 6A y la Figura 6B son diagramas esquematicos de distribuciones de intensidad de sefial basandose en
la dilucién de precision (DOP) de acuerdo con una realizacion de la invencion.

La Figura 7 es un diagrama esquematico de una distribucion de intensidades de sefial basandose en DOP vy
linea de visién (LOS) de acuerdo con una realizacién de la invencion.

Descripcion de las realizaciones

Por lo general, tiene que depender de los satélites para implementar el posicionamiento y navegacién actual de un
sistema de posicionamiento global (GPS). Sin embargo, las sefiales de satélites a veces no se pueden recibir debido
a la proteccion de las obstrucciones, por ejemplo, en un aeropuerto, en un edificio, un paso subterraneo o un tunel,
etc., es muy probable que no pueda realizar correctamente el posicionamiento debido a que las sefiales de satélite
no se pueden recibir. Por lo tanto, para resolver el problema de que el GPS no pueda utilizarse para el
posicionamiento en espacios interiores, se adopta el siguiente procedimiento, es decir, una pluralidad de balizas se
establecen en el interior, y un robot puede moverse automaticamente en el espacio interior. Las balizas son, por
ejemplo, dispositivos que tienen respectivamente un transmisor de sefiales inalambricas, y el dispositivo de control
automatico tal como el robot, etc., es un dispositivo que tiene un receptor de sefiales inalambricas. Para controlar
con precision una operacion del robot, se requiere establecer las balizas de acuerdo con diferentes sitios. De
acuerdo con la invencién, una distribucién de intensidades de sefial de una o una pluralidad de balizas a ser
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configuradas en un espacio especifico se simula previamente para ahorrar un tiempo requerido para llevar a cabo
diversas implementaciones reales. Para transmitir completamente la concepcion de la invencion, se proporcionan
realizaciones de la invencién a continuacién para una descripcion adicional.

La Figura 1A es un diagrama de bloques de un dispositivo electrénico de acuerdo con una realizacion de la
invencion. La Figura 1B es un diagrama de bloques de una estructura de una unidad de almacenamiento de acuerdo
con una realizacién de la invencion. Haciendo referencia a la Figura 1A, el dispositivo 100 electrénico es un
dispositivo que tiene una capacidad de calculo, por ejemplo, un teléfono inteligente, un ordenador personal de
tableta (PC), un ordenador portatil, un PC, un servidor, etc. El dispositivo 100 electrénico incluye un procesador 110,
una unidad 120 de visualizacién y una unidad 130 de almacenamiento. El procesador 110 se acopla a la unidad 120
de visualizacién y a la unidad 130 de almacenamiento.

El procesador 110 es, por ejemplo, una unidad de procesamiento central (CPU), una unidad de procesamiento
grafico (GPU), una unidad de procesamiento fisico (PPU), un microprocesador programable, un chip de control
integrado, un procesador de sefial digital (DSP), circuitos integrados de aplicacion especifica (ASIC) u otros
dispositivos similares.

La unidad 120 de visualizacién puede ser cualquier tipo de pantalla, por ejemplo, una pantalla de cristal liquido
(LCD), una pantalla de diodos (LED) emisores de luz o una pantalla flexible.

La unidad 130 de almacenamiento es, por ejemplo cualquier tipo de una memoria de acceso aleatorio fijo o movil
(RAM), una memoria de solo lectura (ROM), una memoria flash, un disco duro u otro dispositivo similar o una
combinacion de los dispositivos.

La unidad 130 de almacenamiento incluye una pluralidad de modulos respectivamente constituidos por una o una
pluralidad de instrucciones de programa, y el procesador 110 ejecuta los mddulos antes mencionados para permitir
respectivamente una pluralidad de funciones para implementar un procedimiento implementado por ordenador para
la visualizacién de un estado de recepcion de una baliza en un mapa electrénico. Una realizacién se proporciona a
continuacion para describir los modulos incluidos en la unidad 130 de almacenamiento, aunque los siguientes
modulos se utilizan solo como un ejempilo, y la invencion no se limita a ello.

Haciendo referencia a la Figura 1B, la unidad 130 de almacenamiento incluye un moédulo 131 de interfaz, un médulo
133 de carga, un médulo 135 de coincidencia, un médulo 137 de determinacion de la linea de vision (LOS) y un
modulo 139 de ajuste de nivel.

El médulo 131 de interfaz se utiliza para proporcionar una interfaz de visualizacion para la unidad 120 de
visualizacion. El médulo 133 de carga se utiliza para cargar y mostrar un mapa electrénico de la unidad 120 de
visualizacion. En concreto, el médulo 133 de carga carga el mapa electrénico correspondiente a un espacio a la
interfaz de visualizacién de acuerdo con la seleccion de usuario.

El moédulo 135 de coincidencia determina una ubicaciéon de una baliza localizada en el mapa electrénico para
obtener datos de ubicacion, y determina una regién de sefial correspondiente a un intervalo de intensidades de sefial
de la baliza en el mapa electronico basandose en los datos de localizacion. El intervalo de intensidades de sefial es,
por ejemplo, un intervalo de dilucion de precision (DOP). Cada una de las balizas tiene un intervalo de DOP. La DOP
es un término que se utiliza en la navegacion por satélite e ingenieria geomatica. Un valor DOP se puede utilizar
para describir un error de posicionamiento, y se aplica generalmente en el GPS. Cuanto menor sea el valor DOP,
mayor sera la precision de posicionamiento.

Después de que los datos de localizacion de la baliza en el mapa electronico se determinan, una posicién de
coordenadas de la baliza en el mapa electrénico se toma como un centro para que coincida con el intervalo de
intensidades de sefial (por ejemplo, el intervalo DOP) y el mapa electronico, para obtener la region de sefal
correspondiente en el mapa electrénico.

El médulo 137 de determinacion de LOS obtiene una region LOS y un region sin linea de vision (NLOS) de cada una
de las balizas en el mapa electrénico basandose en la informacién obstruccion del mapa electrénico. En concreto, el
moédulo 137 de determinacion de LOS determina si existe al menos una obstruccion en una trayectoria de
transmisién en linea recta de cada una de las balizas en el mapa electrénico basandose en la informacion de
obstruccion, para obtener la region LOS y la region NLOS de cada una de las balizas en el mapa electronico.

Ademas, si existe al menos una obstruccion en la trayectoria de transmision en linea recta de cada una de las
balizas en el mapa electrénico, la region bloqueada por la obstruccién en la trayectoria de transmision de linea recta
se determina como la region de NLOS. Si no existe ninguna obstruccion en la trayectoria de transmision en linea
recta de la baliza en el mapa electronico, se determina la regién LOS. En concreto, "LOS" se refiere a que no existe
ninguna obstruccion entre dos puntos, y "NLOS" se refiere a que existe una obstruccion entre dos de los puntos.

El médulo 139 de ajuste de nivel se establece de forma selectiva, y se utiliza para ajustar un nivel de sefal. Por
ejemplo, cuanto mayor sea el nivel de sefial, menos seran las regiones donde las sefiales alcanzan un umbral, y
cuanto menor sea el nivel de sefial, mas seran las regiones en las que las sefiales alcanzan el umbral.
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La Figura 2A-Figura 2D son diagramas esquematicos que muestran un estado de recepcion de una baliza en un
mapa electrénico de acuerdo con una realizacion de la invencion. La Figura 3 es un diagrama de flujo que ilustra un
procedimiento implementado por ordenador para la visualizacién de un estado de recepcion de una baliza en un
mapa electrénico de acuerdo con una realizacion de la invencion. En la presente realizacion, la coincidencia de una
baliza 200 en un mapa MP1 electrénico se toma como un ejemplo para la descripcion.

Haciendo referencia a la Figura 3, en la etapa S305, el médulo 133 de carga carga y muestra el mapa MP1
electrénico que corresponde a un espacio seleccionado en la unidad 120 de visualizacién. El mapa MP1 electrénico
tiene al menos una informacién obstruccion. La informacion obstruccién incluye una posicion de ajuste de una pared
0 un separador, una posicion de ajuste de un objeto gigante. Como se muestra en la Figura 2A, el mapa MP1
electrénico incluye las obstrucciones 210 y 220.

A continuacion, en la etapa S310, el médulo 135 de coincidencia determina una ubicacion de la baliza 200 localizada
en el mapa MP1 electronico para obtener datos de localizacion. Aqui, la baliza 200 se puede ajustar
automaticamente, o establecerse manualmente por el usuario. Por otra parte, en la etapa S315, una region sefial
que corresponde a un intervalo de intensidades de sefial de la baliza 200 en el mapa MP1 electrénico se determina
basandose en los datos de localizacion, es decir, una region R de sefial se muestra en la Figura 2B.

En la etapa S320, el médulo 137 de determinacion de LOS determina una region LOS y una region NLOS de la
baliza 200 correspondiente a la informacion obstruccién en el mapa MP1 electrénico basandose en los datos de
localizacién. Es decir, después del analisis del médulo 137 de determinacién de LOS, el mapa MP1 electrénico
mostrado en la Figura 2C se obtiene. Para ser especificos, el mapa MP1 electrénico tiene las obstrucciones 210 y
220, y el moédulo 137 de determinacion de LOS obtiene una region C LOS y una region B1 NLOS y una region B2
NLOS correspondiente a la baliza 200 en el mapa MP1 electrénico.

Después de la region R de sefial, se obtienen la region C LOS vy las regiones B1-B2 NLOS , en la etapa S325, el
modulo 135 de coincidencia se ejecuta y muestra un dibujo cartografico en el mapa MP1 electronico basandose en
la regién R de sefal, la region C LOS y la regiones B1-B2 NLOS. Por ejemplo, como se muestra en la Figura 2D, el
modulo 135 de coincidencia puede determinar, ademas, una region de interseccion entre la region R de sefal y la
region C LOS para obtener una region D solapada. Es decir, en la regiéon D solapada, el estado de recepcion de la
baliza 200 es el mejor.

Por otra parte, en caso de dos balizas, la region de sefial, la regién C LOS y las regiones NLOS de cada baliza
pueden también obtenerse respectivamente de acuerdo con la realizacion de la Figura 2A-Figura 2D, y a
continuacion una o una pluralidad de regiones solapadas se obtiene de acuerdo con las partes de interseccion de las
regiones antes mencionadas.

En caso de que se obtenga una pluralidad de regiones solapadas, el modulo 139 de ajuste de nivel se puede utilizar
para establecer un nivel de sefial correspondiente a cada una de las regiones solapadas de acuerdo con al menos
una de las regiones de sefial, las regiones LOS vy las regiones NLOS incluyen en las regiones solapadas. Por
ejemplo, en caso de que la region solapada no incluya la region de sefial de ninguna baliza, el médulo 139 de ajuste
de nivel establece el nivel de sefial de la regién solapada para ser el mas bajo. En caso de que la region solapada
incluya la region de sefial de cualquier baliza, el nivel de sefial se ajusta de acuerdo con el nimero de las regiones
de sefial y el numero de las regiones LOS incluidas en la region solapada. En concreto, mientras mayor es el
numero de las regiones de las sefiales y el niumero de la region LOS incluidas en la region solapada, mayor sera el
nivel de sefal correspondiente de las mismas.

Por otra parte, después de que se obtiene la region de sefial correspondiente al intervalo de intensidades de sefial
en el mapa electrénico, el médulo 135 de coincidencia se puede usar para ajustar un umbral de precision para
determinar la precision de la region de sefal. Un receptor puede obtener sefiales enviadas por una pluralidad de
balizas en un mismo tiempo. Un buen receptor puede determinar cémo capturar sefiales fiables a partir de las
sefales inalambricas para realizar el calculo. En las sefiales seleccionadas por el receptor, si una distancia entre dos
balizas esta demasiado cerca, los intervalos de intensidades de sefial de las dos balizas tienen una region solapada,
y cuanto mas cerca es la distancia, mayor sera la region solapada, y mayor sera el error que influye en la precision.
El umbral de precision se utiliza para determinar una precision del intervalo de intensidades de sefial. Por ejemplo,
cuanto mayor es el umbral de precisiéon, mayor sera la precision (menor sera el error), y menor sera el intervalo
correspondiente a la region de sefial en el mapa electrénico; mientras que cuanto menor es el umbral de precision,
menor sera la precision (mayor sera el error), y mayor sera el intervalo correspondiente a la region de sefial en el
mapa electrénico.

El procedimiento para la visualizacién de los estados de recepcion de una pluralidad de balizas en el mapa
electrénico se describe a continuacion con referencia del dispositivo 100 electrénico. La Figura 4 es un diagrama
esquematico de una interfaz de visualizacion de acuerdo con una realizacién de la invencién. En la presente
realizacion, una pluralidad de balizas se configura en un espacio, y el procesador 110 calcula las distribuciones de
intensidad de sefal de las balizas en el espacio para determinar una posicion de configuracién de cada baliza en el
espacio, para facilitar el movimiento de un robot en el espacio. El médulo 131 de interfaz proporciona una interfaz
400 de visualizacion en la unidad 120 de visualizacion.
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En primer lugar, el médulo 133 de carga carga un mapa MP electronico correspondiente a un espacio seleccionado
para la interfaz 400 de visualizacion de acuerdo con la seleccién de usuario. En la Figura 4, una region A transitable
del mapa MP electrénico representa una region en la que un dispositivo de control automatico tal como un robot se
puede mover libremente.

La interfaz 400 de visualizacion incluye una pluralidad de funciones 401-404 de operaciones, una pluralidad de
campos 405-407 de entrada y una pagina 408 desplegable. La funcion 401 de operacion se utiliza para cargar un
archivo de registro almacenado previamente, en el que el archivo registrado se utiliza para almacenar informacién de
colocacién de las balizas (por ejemplo, el nimero, los valores de lugares de colocacion en el mapa electrénico de
coordenadas). La funcion 402 de operacién es un botdon de calculo, que se utiliza para el calculo de las
distribuciones de intensidad de sefial de las balizas después de que se establecen las balizas. Es decir, cuando la
funcién 402 de operacion se activa (por ejemplo, hace clic), el médulo 135 de coincidencia, el médulo 137 de
determinacion de LOS y el mdédulo 139 de ajuste de nivel se accionan para llevar a cabo las operaciones
posteriores.

La funcidon 403 de operacion se utiliza para restaurar una configuracion anterior. La funciéon 404 de operacion se
utiliza para aumentar el nimero de las balizas a colocar. Los campos 405 y 406 de entrada se proporcionan al
usuario para que introduzca un tamano de un espacio real correspondiente al mapa MP electrénico en una unidad
de centimetro, en el que el campo 405 de entrada se utiliza para introducir una anchura, y el campo 406 de entrada
se utiliza para introducir una longitud. La pagina 408 desplegable se utiliza para mostrar los valores de coordenada
de cada una de las balizas establecidas en el mapa MP electrénico.

Después de que el mapa MP electronico se carga, el modulo 135 de coincidencia establece una pluralidad de
balizas en el mapa MP electrénico de acuerdo con los datos de ubicacion de las balizas recibidos de acuerdo con
una pluralidad de comandos de seleccion. En otras realizaciones, el médulo 135 de coincidencia puede también
determinar automaticamente los datos de ubicacién de las balizas, lo que no esta limitado por la invencion.

La Figura 5 es un diagrama esquematico de establecimiento de las balizas de acuerdo con una realizacion de la
invencion. Haciendo referencia a la Figura 5, el médulo 135 de coincidencia establece seis balizas en el mapa MP
electrénico. En la presente realizacion, cuando cualquier baliza se encuentra en el mapa MP electrénico, iconos 500-
505 de dispositivos, cédigos de identificacion y valores de las coordenadas correspondientes a la baliza establecida
se muestran todos. Aqui, los valores (incluyendo valores correspondientes a X, Y, Z) de los iconos 500-505 de
dispositivos se muestran en la pagina 408 desplegable. Tomando el icono 500 de dispositivo como un ejemplo de
coordenadas, el codigo de identificacion del mismo es Anchor0O, y los valores de coordenadas del mismo son
(4866,0; 2352,0; 0,01).

Por ofra parte, la interfaz 400 de visualizacion proporciona ademas una funcion de arrastre y una funcion de entrada.
La funciéon de entrada proporcionada es un campo 511 de entrada. Cuando se activa la funciéon de arrastre, una
operacion de arrastre se lleva a cabo en el icono de dispositivo de acuerdo con una orden de arrastre. Por ejemplo,
después de seleccionar un icono dispositivo, un boton izquierdo de un ratdn se presiona y mantiene para activar la
funcién de accionamiento, para introducir un comando de arrastre para arrastrar el icono de dispositivo a un lugar
deseado. El campo 511 de entrada se utiliza para recibir los datos de localizacién de la baliza, y el icono de
dispositivo correspondiente se muestra en el mapa MP electrénico de acuerdo con los datos de localizacion. Por
ejemplo, después de seleccionar uno de los iconos de dispositivo, la configuracion de ubicacién del icono de
dispositivo se realiza directamente a través del campo 511 de entrada. Como alternativa, en caso de que no se
seleccione ninguno de los iconos de dispositivo, los valores de coordenadas se pueden ingresar directamente al
campo 511 de entrada para agregar directamente un icono de dispositivo de una baliza en el mapa MP electrénico.

Después de que se obtienen los datos de localizacion de la baliza, el médulo 135 de coincidencia determina la
region de sefal correspondiente al intervalo de intensidades de sefial de cada baliza en el mapa MP electrénico de
acuerdo con una pluralidad de datos de ubicacion de las balizas. Por ejemplo, una posicién de cada baliza en el
mapa MP electrénico se toma como un centro para que coincida con el intervalo de intensidades de sefial y el mapa
electrénico, para obtener la region de sefial correspondiente en el mapa MP electronico de coordenadas.

Por ofra parte, la interfaz 400 de visualizacién proporciona, ademas, una funcién de ajuste de precision. Por ejemplo,
la Figura 6A y la Figura 6B son diagramas esquematicos de distribuciones de intensidad de sefial basandose en
DOP de acuerdo con una realizacion de la invencion. Haciendo referencia a la Figura 6A y la Figura 6B, la interfaz
400 de visualizacion proporciona, ademas, una funcién para ajustar un umbral de precision, es decir, un eje 610 de
ajuste. Mientras mas se ajusta el eje 610 de ajuste hacia un umbral S precision, mas pequefio sera el valor, y
representa que mas estricta sera la condicion de filtraciéon de sefal. Un umbral M de precisién representa una
condicion de filtracion de sefiales media. Cuanto mas se ajusta el eje 610 de ajuste hacia un umbral L precision,
mayor sera el valor, y representa que la condicion de filtracion de sefiales es mas amplia.

La Figura 6A ilustra un resultado de posiciones de ajuste del umbral M de precision, y la Figura 6B ilustra un
resultado de las posiciones de ajuste del umbral L de precision. En la Figura 6A, el médulo 135 de coincidencia
obtiene excelentes regiones 630_1y 630_2 de recepcion y una mala region 620 de recepcion utilizando el umbral M
de precision. En la Figura 6B, el médulo 135 coincidente obtiene una excelente region 630' de recepcion y una pobre
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region 620' de recepcion utilizando el umbral L de precision. De acuerdo con la Figura 6A y la Figura 6B, se sabe
que en comparacion con la Figura 6B, el umbral de precisiéon de la Figura 6A es mas pequefio (la condicion de
filtracion de sefiales es mas estricta), de modo que las areas de las excelentes regiones 630_1y 630_2 de recepcion
de la Figura 6A son mas pequefias que un area de la excelente region 630' de recepcion de la Figura 6B.

En cuanto al ajuste del umbral de precision, el umbral de precisién se puede ajustar manualmente a través del eje
610 de ajuste de la Figura 6A y la Figura 6B. Por otra parte, en otras realizaciones, el umbral de precisién puede
también ser un valor predeterminado. Por ejemplo, cada punto de pixel en el mapa MP electrénico tiene un valor
DOP correspondiente, y el umbral de precision es (el valor DOP maximo + el valor DOP minimo) x 2/3.

A continuacion, el médulo 137 de determinacion de LOS obtiene la region LOS y la region NLOS de cada una de las
balizas en el mapa MP electrénico basandose en la informacion de obstruccion del mapa MP electrénico. La
informacion obstruccion incluye una posicion de ajuste de una pared o un separador, una posicion de ajuste de un
objeto gigante, etc. A continuacién, el modulo 135 de coincidencia obtiene una pluralidad de regiones solapadas de
acuerdo con las regiones de sefial, las regiones LOS y las regiones NLOS respectivamente correspondientes a cada
una de las balizas en el mapa MP electrénico. Un nivel de sefial correspondiente a cada una de las regiones
solapadas se establece de acuerdo con al menos una de las regiones de sefial, las regiones LOS y las regiones
NLOS incluidas en las regiones solapadas. Por ejemplo, las regiones solapadas con interseccidon se encuentran en
las regiones de sefial, las regiones LOS y las regiones NLOS de cada una de las balizas. Las regiones solapadas
incluyen una interseccion de una pluralidad de regiones de sefial, una interseccion de una pluralidad de regiones
LOS, una interseccion de una pluralidad de regiones NLOS, o una interseccion de la region de sefal y la region
LOS, etc.

Por otra parte, el médulo 139 de ajuste de nivel se puede utilizar ademas para establecer un nivel de sefal
correspondiente a cada una de las regiones solapadas de acuerdo con al menos una de las regiones de sefal, las
regiones LOS y las regiones NLOS incluidas en las regiones solapadas. Por ejemplo, si las regiones solapadas
incluyen intersecciones de una pluralidad de regiones de sefial y de una pluralidad de regiones LOS, el nivel de
sefial correspondiente de las mismas se establece para que sea relativamente alto. Si la regidon solapada no incluye
la region de sefial de ninguna baliza, el nivel de sefial correspondiente de la misma se establece en el mas bajo.

Para facilitar al usuario la observacion, el modulo 139 de ajuste de nivel muestra un diagrama de distribuciéon de
intensidades de sefal de acuerdo con el nivel de sefial, en el que se muestra el diagrama de distribucion de
intensidades de sefal en diferentes colores de acuerdo con el nivel de sefial de los pixeles.

La Figura 7 es un diagrama esquematico de la distribucion de intensidades de sefial basandose en DOP y LOS de
acuerdo con una realizacion de la invencion. Haciendo referencia a la Figura 5, la Figura 6B y la Figura 7, en la
presente realizacion, un bloque 701 a un bloque 706, respectivamente, representan bloques con la intensidad éptima
de sefial a la intensidad de sefial mas pobre, y el bloque 706 es la region 620' de recepcion pobre de la Figura 6B.

Tomando el bloque 701 como ejemplo, se supone que el bloque 701 se encuentra dentro de las regiones de sefial
correspondientes de las balizas 500-503 en el mapa MP electrénico, y el bloque 701 incluye también las regiones
LOS de las balizas 500- 503. Puesto que el nimero de las regiones de sefial y las regiones LOS incluidas en el
bloque 701 es el mas alto entre los bloques 701-706, el nivel de sefal del bloque 701 es el mas alto, es decir, un
blogue con la intensidad de sefial éptima. Deducido por analogia, los niveles de sefial de los otros bloques 702-705
se pueden establecer también en consecuencia.

Por otra parte, la interfaz de visualizacion tiene ademas una funcién de restablecimiento, y cuando esta habilitada la
funcién de restablecimiento, el médulo 135 de coincidencia restablece las ubicaciones de las balizas, y el médulo
135 de coincidencia, el modulo 137 de determinacion de LOS y el médulo 139 de ajuste de nivel se vuelven a
ejecutar para volver a obtener el nivel de sefial correspondiente.

Cuando el médulo 135 de coincidencia descubre que tres 0 mas balizas se establecen en una misma linea recta, el
modulo 135 de coincidencia envia un mensaje de advertencia para notificar al usuario para restablecer la ubicacion
de las balizas.

En otras realizaciones, el médulo 135 de coincidencia puede ajustar también repetida y automaticamente los datos
de localizacion de una pluralidad de balizas, y las etapas S310-S325 se ejecutan para obtener una pluralidad de
distribuciones de intensidad de sefial en virtud de diferentes disefios, y extraer la distribucion de intensidades de
sefial éptima para obtener un procedimiento de disefio éptimo de las balizas.

En resumen, la distribucion de intensidades de sefial de las balizas que se va a configurar en un espacio especifico
puede simularse previamente para ahorrar tiempo requerido para llevar a cabo diversas implementaciones reales. El
usuario puede obtener la distribucidon de intensidades de sefial de acuerdo con las realizaciones mencionadas
anteriormente. Si la distribucion de intensidades de sefial obtenida no es ideal, el numero de balizas y/o las
ubicaciones de las balizas se pueden restablecer en la interfaz de visualizacién, asi como volverse a calcular para
obtener una nueva distribucion de intensidades de sefal. Después de que se obtiene la distribucion ideal de
intensidades de sefial, el usuario puede en realidad instalar las balizas en el espacio especifico de acuerdo con el
diagrama de configuracion de baliza obtenido.
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento implementado por ordenador para la visualizacién de un estado de recepciéon de una pluralidad
de balizas (200) en un mapa (MP, MP1) electrénico, comprendiendo el procedimiento implementado por ordenador
las siguientes etapas ejecutadas por un procesador de ordenador:

cargar y mostrar (S305) el mapa (MP, MP1) electronico, en el que el mapa (MP, MP1) electrénico tiene al menos
una informacioén de obstruccion;

determinar (S310) la ubicacion de las balizas (200) situadas respectivamente en el mapa (MP, MP1) electrénico
para obtener una pluralidad de datos de ubicacion;

determinar (S315) las regiones (R) de sefal correspondientes a los respectivos intervalos de intensidades de
sefial de las balizas (200) en el mapa (MP, MP1) electrénico, basandose en la pluralidad de datos de
localizacion;

determinar (S320) las regiones (C) de linea de vision y las regiones (B1, B2) sin linea de visién de las balizas
(200) que corresponden respectivamente a la informacion de obstruccién en el mapa (MP, MP1) electrénico
basandose en la pluralidad de datos de ubicacion; y

ejecutar y visualizar (S325) un dibujo cartografico en el mapa (MP, MP1) electronico basandose en las regiones
(R) de senal, las regiones (C) de linea de vision y las regiones (B1, B2) sin linea de vision, en el que la etapa de
ejecutar el dibujo cartografico basandose en las regiones (R) de sefial, las regiones (C) de linea de vision y las
regiones (B1, B2) sin linea de visidon comprende:

obtener una o una pluralidad de regiones (D) solapadas de acuerdo con las partes de interseccion de las
regiones (R) de sefal, las regiones (C) de linea de vision y las regiones (B1, B2) sin linea de vision,
respectivamente, correspondientes a las balizas (200) en el mapa (MP, MP1) electrénico; caracterizado
porque dicho procedimiento implementado por ordenador comprende ademas establecer un nivel de sefal
correspondiente a cada una de las regiones (D) solapadas de acuerdo con al menos una de las regiones (R)
de sefial, las regiones (C) de linea de vision y las regiones (B1, B2) sin linea de vision incluidas en las
regiones (D) solapadas, en el que mientras mayor es el niumero de las regiones de sefial y el nimero de las
regiones de line de vision incluidos en la region solapada, mayor sera el nivel de sefial correspondiente de las
mismas.

2. El procedimiento implementado por ordenador para la visualizacion del estado de recepcion de las balizas (200)
en el mapa (MP, MP1) electronico de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que después de la etapa de
determinacion de las regiones (R) de sefial correspondiente al intervalo de intensidades de sefial de las balizas (200)
en el mapa (MP, MP1) electrénico, el procedimiento comprende ademas:

ajustar un umbral (S, M, L) de precision para determinar la precision de las regiones (R) de sefial.

3. El procedimiento implementado por ordenador para la visualizacion del estado de recepcion de las balizas (200)
en el mapa (MP, MP1) electronico de acuerdo con la reivindicacion 1 o la reivindicacion 2, en el que la etapa de
determinacion de las regiones (C) de linea de vision y las regiones (B1, B2) sin linea de visién de las balizas (200)
correspondientes a la informacién obstruccion en el mapa (MP, MP1) electrénico, basandose en la pluralidad de
datos de ubicacién comprende:

determinar si existe al menos una obstruccién (210, 220) en una trayectoria de transmision de linea recta de una de
las balizas (200) en el mapa (MP, MP1) electrénico basandose en la informacion obstruccion.

4. El procedimiento implementado por ordenador para la visualizacion del estado de recepcion de las balizas (200)
en el mapa (MP, MP1) electronico de acuerdo con la reivindicacion 3, en el que después de la etapa de establecer el
nivel de sefial correspondiente a cada una de las regiones (D) solapadas, el procedimiento comprende ademas:
visualizar un diagrama de distribucion de intensidades de sefial de acuerdo con el nivel de sefial, en el que el
diagrama de distribucién de intensidades de sefial se muestra en diferentes colores basandose en el nivel de sefial.

5. El procedimiento implementado por ordenador para la visualizacion del estado de recepcion de las balizas (200)
en el mapa (MP, MP1) electronico de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, que comprende
ademas:

proporcionar una interfaz (400) de visualizacién, y cargar y mostrar el mapa (MP, MP1) electrénico en la interfaz
(400) de visualizacion; y

mostrar un icono (500-505) de dispositivo, un codigo de identificacion y los valores de coordenadas
correspondiente a una de las balizas (200) en el mapa (MP, MP1) electrénico después de que se determine la
ubicacion de la baliza (200) en el mapa (MP, MP1) electronico,

en el que la interfaz (400) de visualizacion proporciona una funcién de arrastre y una funcién de entrada, cuando
se activa la funcion de arrastre, una operacion de arrastre se lleva a cabo en el icono (500-505) de dispositivo de
acuerdo con un comando de arrastre; los datos de localizacion de la baliza (200) se reciben a través de la
funcién de entrada, y el icono (500-505) de dispositivo correspondiente se muestra en el mapa (MP, MP1)
electronico de acuerdo con los datos de localizacion.

6. El procedimiento implementado por ordenador para la visualizacion del estado de recepcion de las balizas (200)
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en el mapa (MP, MP1) electrénico de acuerdo con la reivindicacion 5, comprendiendo ademas: restablecer el icono
(500-505) de dispositivo de una de las balizas (200) en el mapa (MP, MP1) electrénico cuando se activa una funcion
de restablecimiento en la interfaz (400) de visualizacion, y volver a determinar la ubicacion de la baliza (200) en el
mapa (MP, MP1) electrénico para obtener la informacion de ubicacion para volver a ejecutar el dibujo cartografico.
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